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Dynamic 
Profiling
Die aktive 
Profilregelung



vorteile für den kunden

Dynamic Profiling steht für einfache und schnelle Temperaturprofilerstellung und absolute Prozesssicherheit im Serienbetrieb.

 �� Der Bediener gibt das gewünschte Temperaturprofil in die 
Anlagensteuerung ein.

 �� Die Lötanlage stellt die erforderlichen Steuer- und Regel
parameter selbständig ein.

 �� Die Baugruppe wird mit den eingestellten Parametern voll
automatisch unter Verwendung des Temperaturprofils des 
Messnormals gelötet.

 �� Dieses Verfahren stellt sicher, dass alle weiteren Baugruppen 
im Serienbetrieb mit dem eingestellten Temperaturprofil 
zuverlässig gelötet werden.

 �� Durch die Verwendung von drei unterschiedlichen Mess
normalen kann das gesamte Baugruppenspektrum erfasst 
werden. 

 �� Eine Kühlung der Referenzmessstellen vor jedem Lötvor-
gang stellt sicher, dass die Prozesstemperaturen stets unter 
gleichen Messbedingungen erfasst werden. 

 �� Die erfassten Daten stehen für Traceability und Dokumen
tation zur Verfügung.

 �� Dynamic Profiling bietet auch die Möglichkeit, bleihaltige 
Baugruppen mit Prozessmedien für bleifreie Prozesse ohne 
Medienwechsel zu verarbeiten.

Als führender Hersteller von Dampfphasen-Reflow-Lötsystemen entwickelt und produziert 
ASSCON fortschrittliche und innovative Lösungen für die moderne Löttechnologie. Kern-
stück des Dampfphasenlötens ist die von Asscon entwickelte regelbare Energieübertragung 
zur Einstellung flexibler Temperaturprofile. Daraus entstand das Dynamic Profiling.  

Eine der größten Herausforderungen im Lötprozess besteht 
darin, für jedes Produkt das optimale Lötprofil einzustellen. 
Dies gilt sowohl für die Entwicklung von Prototypen als 
auch für die Serienproduktion, in der ein zuverlässig kons-
tantes Temperaturprofil erforderlich ist. Gleichzeitig ist eine 
gesicherte Rückverfolgbarkeit (Traceability) und Kontrolle 
jedes Profils notwendig. 

Das Dynamic Profiling von ASSCON erlaubt die Echtzeit-
messung jedes Lötvorgangs auf Produktebene und die 
automatische Erstellung und Regelung des Lötprofils. Zu 
diesem Zweck kommt ein Messnormal zum Einsatz, das 
zusammen mit dem Lötgut in der Anlage erwärmt wird. 
Die Temperaturprofile von Messnormal und Produkt sind 
nahezu identisch. So lässt sich zerstörungsfrei das Tem-
peratur- und Aufwärmverhalten des Produkts ermitteln und 
protokollieren. Vor jedem Lötvorgang wird die Temperatur 
des Messnormals durch aktive Kühlung an die Temperatur 
des Produkts (Raumtemperatur) angeglichen. 

Das Verhalten des Messnormals wird als Stellgröße zur ak-
tiven Profilregelung während des Lötvorgangs verwendet. 
Damit lassen sich Einflüsse auf den Prozess ausgleichen, 
die beispielsweise durch unterschiedliche Beladung oder 
durch unterschiedliche Temperatur des Werkstückträgers 
verursacht werden. 

Eine gesicherte Rückverfolgbarkeit (Traceability) und Kon-
trolle bzw. Nachprüfung der Lötprofile ist mit dem Soft-
waretool ASSCON-BDE anhand einer Datenbank jederzeit 
möglich. 

Dynamic Profiling ermöglicht die 
Optimierung der Produktion.  
ASSCON hat bereits weit über 
tausend Dampfphasenlötsysteme 
weltweit installiert. 

Dynamic Profiling 
	Prozesssicherheit und Qualitätskontrolle
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die vier entscheidenden eingaben für die erstellung von temperaturprofilen

1  Leistungseingabe zur Bestimmung des Vorwärmgradienten (T2) 
2  Starttemperatur der Haltezone in °C und Haltezeit (in Sek.) 

3  Leistungseingabe zur Bestimmung des Lötgradienten (T3) 
4  Haltezeit nach Erreichen der Endtemperatur

raumfahrtsatellitentechnik

elektromobilität

luftfahrterneuerbare energien

medizintechnik

Die Elektronik der Zukunft: Leistungsfähig und zuverlässig 

SMD-Bauteile finden bereits heute Anwendung in vielen Bereichen. 
Künftig werden sie in der Elektromobilität, bei der Verteilung rege
nerativ erzeugten Stroms, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der 
Medizintechnik und bei militärischen Anwendungen eine immer 
größere Rolle spielen. Diese Einsatzgebiete erfordern höchste Leis-
tungen. Deshalb ist ein zuverlässig konstantes Lötprofil notwendig, 
das durch Dynamic Profiling erreicht wird. Auf diese Weise können 
Hersteller die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ihrer Produkte erhöhen.



unsere zertifikate
ASSCON ermöglicht es, die gesetzlichen Bestimmungen (WEEE 
und ROHS) zur Umstellung aller Elektronikprodukte auf bleifreie 
Technik einzuhalten. Alle Systeme sind für die Löttemperaturen 
der Bleifrei-Lötung geeignet. 

Seit 2007 ist das Qualitätsmanagement der ASSCON Systemtech
nik-Elektronik GmbH durch den TÜV Rheinland zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001: 2015 (ZN: 01 100 060704). 

    

Unsere Produktserie
Dynamic Profiling für aktive Profilregelung

einsatzbereich serienfertigung grossserienfertigung

PRODUKT VP 1000 VP 6000 VACUUM VP 2000/7000 VACUUM

TECHNISCHE DATEN

Maximales Lötgutformat (mm) 610 x 610 600 x 600

VP 2000 - 100: �600 x 520 (750 x 520*)
VP 2000 - 210: 600 x 520
VP 2000 - 310: �620 x 620 (750 x 620*)
VP 2000 - 410 Doppelspur:  
620 x 2 x 275 
VP 7000 - 200: 520 x 450

Anschlussspannung 400 V / 3 / PE / N - 50 Hz / 60 Hz 400 V / 3 / PE / N - 50 Hz / 60 Hz 400 V / 3 / PE / N - 50 Hz / 60 Hz

Durchschnittl. Energieverbrauch 2,0 kWh 3,0 kWh 3,5 kWh

Betriebsbereit ca. 25 min. ca. 35 min. ca. 30 min. / ca. 45 min. (VP 7000)

Betriebsart Batch Batch / Inline erweiterbar Inline single lane / dual lane

Endvakuumpumpe bis 0,5 mbar – / 0,5 mbar
* 
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Prozesssicherheit und 
Qualitätskontrolle

Automatische Erstellung und 
Regelung des Lötprofils in 
Echtzeit

ASSCON Systemtechnik-Elektronik GmbH
Messerschmittring 35    86343 Königsbrunn . Germany
T  + 49 8231 . 95991 . 0    F  + 49 8231 . 95991 . 90


